
13:00～13:05 開会挨拶 
IEEE CPMT Society Japan Chapter 

Chair 横内 貴志男 

13:05～13:25 IEEE CPMTのご紹介 
IEEE CPMT Society Japan Chapter 

Secretary 青木重憲 

13:25～14:10 
半導体のスケーリング則終焉の時代における新規

デバイスとパッケージ技術の重要性 

長瀬産業株式会社 

折井 靖光 氏

14:10～14:55 
WOW（Wafer-on-Wafer）による三次元大規

模集積技術 

東京工業大学 

大場 隆之 氏

14:55～15:15 休憩 

15:15～16:00 
5G モバイル時代に起こるパッケージ革命の潮流を

大胆予測 

株式会社 SBR テクノロジー 

西尾 俊彦 氏

16:00～16:45 パワーモジュールのパッケージング技術 
三菱電機株式会社 

新井 規由 氏

16:45～16:55 閉会挨拶 

16:55～17:00 事務連絡 

Evening Meeting in Kyushu 

IEEE CPMT Society Japan Chapter 

【福岡県産業・科学技術振興財団へのお申込みについて】

e-mail: lsi-inove@ist.or.jp　　tel: 092-832-7155　（担当：白谷、川畑）

お名前、ご所属、講演会・懇親会の出欠を下記にメールでご連絡下さい　〔締切：1０月３日〕
（IEEE会員の方は、会員No.、CPMTの入会状況についてもお知らせ下さい）
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